TEMATICA TIE Faza locala 1 Desenarea circuitelor utilizând programe adecvate; 2 Plasarea componentelor pe foaia de desenare; 3 Editarea componentelor (nume, valoare si simbol); 4 Trasarea liniilor de conexiune; 5 Numerotarea/denumirea nodurilor; 6 Utilizarea conectoarelor; 7 Vizualizarea alocarii de amprente la componente; 8 Adaugarea de amprente; 9 Crearea de componente virtuale (part-uri): a) Crearea unei noi biblioteci de simboluri, b) Redenumirea bibliotecii create, c) Adaugarea unui simbol nou bibliotecii create, d) Editarea simbolului; 10 Verificarea regulilor de proiectare (DRC); 11 Generarea listei de componente (BOM); 12 Generarea listei de conexiuni (MNL); 13 Realizarea cablajului imprimat; a) Pregatirea circuitului imprimat b) Setarea dimensiunilor cablajului imprimat în milimetri c) Alegerea numarului de straturi ale circuitului imprimat d) Modificarea latimii traseelor e) Pregatirea circuitului pentru rutare f) Definirea conturului cablajului imprimat g) Editarea pozitiei componentelor h) Definirea gaurilor de prindere a placii i) Rutare manuala/automata j) Crearea fisierelor Gerber intr-un folder dedicat 14 Crearea de amprente THD si SMD; 15 Postprocesarea placii: a) Asezarea adecvata a silkscreen-ului pe TOP si BOTTOM (orientare, fara suprapunere cu pad-urile); b) Marcarea zonelor pentru prelucrari mecanice (frezare orificiu rectangular) 